集成电路键合专项职业能力考核规范

一、定义 

　　使用热超声焊线机和其他辅助耗材，按照配线图要求，采用引线键合工艺完成焊线的能力。 
　二、适用对象 
具有初中及以上学历，从事集成电路装调和相关集成电路封装操作的相关人员。

　三、能力标准与鉴定内容
	能力名称：集成电路键合                               职业领域：

	工作任务
	操作规范
	相关知识
	考核比重

	（一）操作准备
	1.能按标准准备辅助耗材
2.能正确选用工具和个人防护用品
3.能识读产品设计资料（压焊图&随工单）

4.了解设备的结构

5.能调试并操作设备
	1.辅材的种类与应用

2.工具和个人防护用品选用方法
3.产品设计图与工艺图

4.设备的结构和工作原理

5.设备调试方法和安全操作规程
	20%

	（二）集成电路键合操作
	1.能按照压焊图布线要求编辑焊线程序

2.能根据随工单产品信息中指定的丝材、劈刀及铝垫信息设定焊线参数，并调整匹配线弧

3、能利用调试后的程序打样进行首检（检查外观、推拉力、弹坑实验等）

4.能首检通过后保持设备正常运行
	1.压焊图布线与焊线程序编辑
2.键合工艺参数设置
3.键合操作作业指导及程序管理相关知识

4.产品打样与首检

5.设备运行中的宕机异常处理


	50%

	（三）设备维护与产品检验
	1.能使用测试设备和工具检测产品品质

2.能对热超声焊线机进行日常维护和保养
	1.外观检验及品质检验标准与检测方法

2.热超声焊线机的日常维护与保养相关知识
	20%

	（四）安全文明生产
	能进行安全文明生产
	键合安全文明生产、劳动保护、环境保护等知识
	10%


四、鉴定要求 

(一)申报条件

　　达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

(二)考评员构成

　　考评员应具备一定的集成电路封装相关专业技能或从事集成电路封装生产行业2年以上；每个考评组中不少于3名考评员。 

(三)鉴定方式与鉴定时间

　　技能操作考核采取热超声焊线机键合作业实际操作考核。技能操作考核时间为60分钟。 

(四)鉴定场地设备要求

考场面积为50平方米，要求设有三相电源及保护气体开关。温湿度严格按照万级净化车间设置，干净整洁，空气保持流通，详细如下：

	序号
	名称
	数量
	规格

	1
	考场设置
	1个
	面积50平方米

	2
	考试设备
	5台
	Connx系列/AERO系列/Xtreme系列

	3
	手动推力计
	1个
	BS250G（＜150G的推力测试）

	4
	手动拉力计
	1个
	WP100G(＜30G的拉力测试)

	5
	超声波清洗机
	1台
	80W

	6
	自动推拉力测试仪
	1台
	WP100G(＜100G的拉力测试)

BS250G（＜250G的推力测试）

	7
	高倍显微镜
	1台
	50x~500x测量显微镜

	8
	低倍显微镜
	1台
	20x~40x普通显微镜
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